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Spannungsverteilung in kraftschlüssigen VerbindungenSpannungsverteilung in kraftschlüssigen Verbindungen

AT583
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Spannungsverteilung in stoffschlüssigen VerbindungenSpannungsverteilung in stoffschlüssigen Verbindungen

AT584
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Lötbarkeit, Begriffe nach DIN 8514Lötbarkeit, Begriffe nach DIN 8514
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Unterschiede Schmelzschweißen Unterschiede Schmelzschweißen -- LötenLöten

AT45

SchmelzschweissenSchmelzschweissen LötenLöten

Meistens artgleiche WerkstoffeMeistens artgleiche Werkstoffe

nahezu gleiche Schmelztemperaturen nahezu gleiche Schmelztemperaturen 
von Grundvon Grund-- und Zusatzwerkstoff

Nahezu beliebige WerkstoffkombinationenNahezu beliebige Werkstoffkombinationen

Lot schmilzt bei niedrigeren Temperaturen Lot schmilzt bei niedrigeren Temperaturen 
als die Grundwerkstoffeund Zusatzwerkstoff als die Grundwerkstoffe
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Diffusionszonen beim Hartlöten an benetzter LötfrontDiffusionszonen beim Hartlöten an benetzter Lötfront

GrundwerkstoffGrundwerkstoff

Diffusionszone LotDiffusionszone Lot
Diffusionszone GrundwerkstoffDiffusionszone Grundwerkstoff

AT477
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Temperaturverteilung beim FugenlötenTemperaturverteilung beim Fugenlöten

T [°C]T [°C]

AT9

ArbeitstemperaturArbeitstemperatur

Breite des WerkstückesBreite des Werkstückes

Länge desLänge des
WerkstückesWerkstückes T [°C]T [°C]
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Temperaturverteilung beim SpaltlötenTemperaturverteilung beim Spaltlöten

T [°C]T [°C]

AT10

ArbeitstemperaturArbeitstemperatur

Breite des WerkstückesBreite des Werkstückes

Länge desLänge des
WerkstückesWerkstückes T [°C]T [°C]
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Einsaugen des Lotes in die KapillarspalteEinsaugen des Lotes in die Kapillarspalte

AusgangszustandAusgangszustand

0,1 mm0,1 mm

BenetzungsbeginnBenetzungsbeginn

ZwischenstadiumZwischenstadium EndzustandEndzustand

AT74
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Probekörper zur Messung der HaftspannungProbekörper zur Messung der Haftspannung

Steighöhe des Lotes bei Steighöhe des Lotes bei 
verschiedenen Spaltabständen verschiedenen Spaltabständen 
im Praxisversuch  im Praxisversuch  

AT116
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Kapillarwirkung als Funktion der SpaltbreiteKapillarwirkung als Funktion der Spaltbreite

Spalt zu eng 
Spalt zu eng (nur bei (nur bei Flußmittel

Flußmittel--LötungLötung))

Spalt optimal
Spalt optimal

Spalt zulässig für Handlötung

Spalt zulässig für Handlötung

Spalt zu weit
Spalt zu weit

AT108
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Kapillarer Fülldruck bei verschiedenen SpaltgeometrienKapillarer Fülldruck bei verschiedenen Spaltgeometrien

AT109
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Platzwechsel Platzwechsel FlußmittelFlußmittel -- Lot in engen SpaltenLot in engen Spalten

LotdrahtLotdraht

FlußmittelFlußmittel

AT25
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Flächenlötung mit eingelegtem LotblechFlächenlötung mit eingelegtem Lotblech

FlußmittelFlußmittel

LotLot

AT83
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FlußmittelangebotFlußmittelangebot in Abhängigkeit vom Lötspaltin Abhängigkeit vom Lötspalt

ausreichend ausreichend FlußmittelFlußmittelzu wenig zu wenig FlußmittelFlußmittel

OxidfilmOxidfilm
wird aufgelöstwird aufgelöst

Oxidfilm bleibtOxidfilm bleibt

AT76
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Reaktion von Reaktion von FlußmittelFlußmittel mit Oxiden und Luftsauerstoffmit Oxiden und Luftsauerstoff

FlußmittelFlußmittel
LuftsauerstoffLuftsauerstoff

OxideOxide

AT119

4 Minuten4 Minuten0 Minuten0 Minuten

00--0,5 Minuten0,5 Minuten Mehr als 5 MinutenMehr als 5 Minuten
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Löten von Kupferrohrverbindungen mit Löten von Kupferrohrverbindungen mit SilfosSilfos

gelötete Kupferrohrverbindunggelötete Kupferrohrverbindung

Durch die Durch die desoxidierendedesoxidierende
Wirkung des sich bildenden Wirkung des sich bildenden 
KupfermetaphosphatKupfermetaphosphat ist ist 
kein kein seperatesseperates FlußmittelFlußmittel
notwendig.notwendig.

AT417
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Gasförmige Gasförmige FlußmittelFlußmittel

SauerstoffSauerstoff

BrenngasBrenngas

VorteilVorteil
-- einfacheeinfache
ApplikationApplikation

NachteilNachteil
-- geringergeringer
SpaltfüllgradSpaltfüllgrad

-- ArbeitstemperaturenArbeitstemperaturen
> 800°C> 800°C

-- Schutzbrille gegenSchutzbrille gegen
LichtblendungLichtblendung

AT399
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HartlötflußmittelHartlötflußmittel und ihre Eigenschaften nach EN 1045und ihre Eigenschaften nach EN 1045

12001200
11501150
11001100
10501050
10001000

950950
900900
850850
800800
750750
700700
650650
600600
550550
500500
450450

FH 10FH 10, , VielzweckflußmiitelVielzweckflußmiitel
FH 11FH 11, , CuAlCuAl--LegierungenLegierungen
FH 12FH 12, Rostfreie, Rostfreie--//

hochlegierte Stählehochlegierte Stähle

korrosiv, Entfernung durch korrosiv, Entfernung durch 
Beizen und WaschenBeizen und Waschen

FH 20FH 20, , VielzweckflußmittelVielzweckflußmittel
korrosiv, Entfernung durch korrosiv, Entfernung durch 
Beizen und WaschenBeizen und Waschen

FH 21FH 21, , VielzweckflußmittelVielzweckflußmittel
nicht korrosivnicht korrosiv

FH 30FH 30, Cu, Cu-- und Niund Ni--Legierungen,Legierungen,
nicht korrosivnicht korrosiv

FH 40FH 40, , BorfreiesBorfreies FlußmittelFlußmittel,,
korrosivkorrosiv

FL10FL10, hygroskopisch,  , hygroskopisch,  
korrosivkorrosiv

FL20FL20, nicht hygroskopisch,, nicht hygroskopisch,
nicht korrosivnicht korrosiv

Gruppe FH für Gruppe FH für 
SchwermetalleSchwermetalle

Gruppe FL für Gruppe FL für 
LeichtmetalleLeichtmetalle

hh,, UniversalflußmittelUniversalflußmittel
spezial hspezial h, nichtrostende , nichtrostende 
und zunderfeste Stähle, und zunderfeste Stähle, 
Hartmetalle und Hartmetalle und 
SondermetalleSondermetalle

ss,, höherlegierte Stähle, Nihöherlegierte Stähle, Ni--
Legierungen, HartmetalleLegierungen, Hartmetalle
spezial sspezial s, nichtrostende  , nichtrostende  
Stähle, Superlegierungen, Stähle, Superlegierungen, 
Hartmetalle und Hartmetalle und 
SondermetalleSondermetalle

AT596
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Hartlote und ihre ArbeitstemperaturenHartlote und ihre Arbeitstemperaturen

12001200
11501150
11001100
10501050
10001000

950950
900900
850850
800800
750750
700700
650650
600600
550550
500500
450450

EdelmetallEdelmetall-- und und 
NiNi--haltigehaltige
HochtemperaturHochtemperatur
--LoteLote

KupferKupfer--LotLot
BronzeBronze--LoteLote

MessingMessing--LoteLote

SilberSilber--LoteLote

LeichtmetallLeichtmetall--LoteLoteBB-- AlSi12 575/585 (BrazeTec L88/12)AlSi12 575/585 (BrazeTec L88/12)
BB--Ag56Cu19Zn17Sn5Ga3 608/630 (BrazeTec 5662)Ag56Cu19Zn17Sn5Ga3 608/630 (BrazeTec 5662)

BB--Ag30Cu36Zn32 665/755 (BrazeTec 3076)Ag30Cu36Zn32 665/755 (BrazeTec 3076)

BB--Ag40Cu30Zn28Sn2 650/710 (BrazeTec 4076)Ag40Cu30Zn28Sn2 650/710 (BrazeTec 4076)

BB--Ag20Cu44Zn36 690/810 (BrazeTec 2009)Ag20Cu44Zn36 690/810 (BrazeTec 2009)

BB--Cu60Zn39,8Si0,2 875/895 (BrazeTec 60/40)Cu60Zn39,8Si0,2 875/895 (BrazeTec 60/40)
BB--Cu48Zn41,8Ni10Si0,2 890/920 (BrazeTec 48/10)Cu48Zn41,8Ni10Si0,2 890/920 (BrazeTec 48/10)

BB--Cu100 1083Cu100 1083

SPM 2SPM 2
PN 1PN 1

BB--Cu94Sn6Cu94Sn6

BB--Cu88Sn12Cu88Sn12

NMP 1/ SPM 1NMP 1/ SPM 1

AT562
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WeichlötflußmittelWeichlötflußmittel und ihre Eigenschaften nach EN 29454und ihre Eigenschaften nach EN 29454--11

FlußmitteltypFlußmitteltyp FlußmittelbasisFlußmittelbasis FlußmittelaktivatorFlußmittelaktivator FlußmittelartFlußmittelart

11
HarzHarz

22
organischorganisch

33
anorganischanorganisch

11
Kolophonium (Harz)Kolophonium (Harz)

22
ohne Kolophoniumohne Kolophonium

11
wasserlöslichwasserlöslich

22
nicht wasserlöslichnicht wasserlöslich

11
SalzeSalze

22
SäurenSäuren

33
alkalischalkalisch

1 ohne 1 ohne AktivatorAktivator

2 mit Halogenen aktiviert2 mit Halogenen aktiviert

3 ohne Halogene aktiviert3 ohne Halogene aktiviert

1 mit 1 mit AmmoniumchloridAmmoniumchlorid
2 ohne 2 ohne AmmoniumchloridAmmoniumchlorid

1 Phosphorsäure1 Phosphorsäure
2 andere Säuren2 andere Säuren

1 Amine und/oder Ammoniak1 Amine und/oder Ammoniak

A flüssigA flüssig

B festB fest

C PasteC Paste

AT595
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Weichlote und ihre ArbeitstemperaturenWeichlote und ihre Arbeitstemperaturen

450450
400400
350350
300300
250250
200200
150150
100100

5050
00

SS--Zn88Ag12 430/520 (BrazeTec Zn88Ag12 430/520 (BrazeTec SoldamollSoldamoll 430)430)

SS--Sn96Ag4 221 (BrazeTec Sn96Ag4 221 (BrazeTec SoldamollSoldamoll 220)220)
SS--Sn97Ag3 221/230 (BrazeTec 4)Sn97Ag3 221/230 (BrazeTec 4)

SS--Sn95Sb5 230/240 (BrazeTec Sn95Sb5 230/240 (BrazeTec SoldamollSoldamoll 235)235)

SS--Sn97Cu3 230/250 (BrazeTec Sn97Cu3 230/250 (BrazeTec SoldamollSoldamoll 230)230)

SS--CdAg5CdAg5

SS--PbAg3PbAg3

SS--SnPbCd18SnPbCd18

SS--Sn95Ag5 220/240 (BrazeTec Sn95Ag5 220/240 (BrazeTec SoldamollSoldamoll 240)240)

SS--Sn90Ag10 221/300 (BrazeTec Sn90Ag10 221/300 (BrazeTec SoldamollSoldamoll 300)300)

SS--Bi50Pb27Sn13Cd10 WoodmetallBi50Pb27Sn13Cd10 Woodmetall

AT561
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

www.BrazeTec.dewww.BrazeTec.de
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